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11系列人工智能计算平台外观结构变更说明 

文档发布日期 2024年 11月 20日 预计出货日期 2024年 11月 20日 

变更说明 

整机底部增加可拆卸盖板；整体结构尺寸无变动， 

变更后便于客户增加、拆卸或更换 4/5G、WIFI、硬盘等功能模块。 

 

变更前底视图： 变更后底视图： 

  

涉及产品 
搭载 Orin NX/Orin Nano/Xavier NX核心模组的 11 系列整机： 

11F1E2、11D1E2、11F1E6 

说明 
自 2024年 11 月 20日之后，常规出货默认为变更后的产品，如果需要订购变更前的产

品，请提前与本公司相关销售人员联系 

 


